
氮化铝陶瓷基板养护率陶瓷基板陶瓷金属化

产品名称 氮化铝陶瓷基板养护率陶瓷基板陶瓷金属化

公司名称 富力天晟科技（武汉）有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:斯利通
型号:3535
产地:湖北荆门

公司地址 武汉市东湖新技术开发区光谷创业街10栋1单元1
层01室383号

联系电话  027-88111056 15527846441

产品详情

 LED封装
方式是以芯片借由打线、共晶或覆晶的封装技术与其散热基板连结而成LED芯片，再将芯片固定于系统
板上连结成灯源模组。

        目前，LED封装方法大致可区分为透镜式以及反射杯式，其中透镜的成型可以是模塑成
型透镜黏合成型；而反射杯式芯片则多由混胶、点胶、封装成型；近年来磊晶、固晶及封装设计逐渐成
熟，LED的芯片尺寸与结构逐年微小化，高功率单颗芯片功率达1~3W，甚至是3W以上，当LED功率不
断提升，对于LED芯片载版及系统电路版的散热及耐热要求，便日益严苛。

       
鉴于绝缘、耐压、散热与耐热等综合考量，氮化铝陶瓷基板
成为以芯片次黏着技术的重要材料之一。其技术可分为厚膜工艺、低温共烧工艺与薄膜工艺等方式制成
。然而，厚膜工艺与低温共烧工艺，是利用网印技术与高温工艺烧结，易产生线路粗糙、与收缩比例问
题，若针对线路越来越精细的高功率LED产品，或是要求对位准确的共晶或覆晶工艺生产的LED产品而
言，厚膜与低温共烧的氮化铝陶瓷基板，己逐渐不敷使用。

       
为此，高散热系数薄膜陶瓷散热基板
，运用溅镀、电／化学沉积，以及黄光微影工艺而成，具备金属线路、材料系统稳定等特性，适用于高
功率、小尺寸、高亮度的L
ED的发展趋势，更是解决了共晶／覆晶封装工艺对陶瓷基板
金属线路解析度与**度的严苛要求。当LED芯片以氮化铝陶瓷作为载板时，此LED模组的散热瓶颈则转至
系统电路板，其将热能由LED芯片传至散热鰭片及大气中，随着LED芯片功能的逐渐提升，材料亦逐渐
由FR-4转变至金属芯印刷电路基板，但随着高功率LED的需求进展，MCPCB材质的散热系数(2~4W/mk)
无法用于更高功率的产品，为此，氮化铝陶瓷电路板的需求便逐渐普及，为确保LED产品在高功率运作
下的材料稳定性与光衰稳定性，以氮化铝陶瓷作为散热及金属佈线基板的趋势已日渐明朗。氮化铝陶瓷
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材料目前成本高于MCPCB，因此，如何利用氮化铝陶瓷高散热系数特性下，节省材料使用面积以降低生
产成本，成为陶瓷LED发展的重要指标之一。因此，近年来，以氮化铝陶瓷材料COB设计整合多晶封装
与系统线路亦逐渐受到各封装与系统厂商的重视。
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